MiKRODALGA SENTEZLEYiCi CIHAZI TEKNiK SARTNAMESi

1. Sistem, organik sentez, farmasotik arastirma, protein kimyasi, malzeme bilimi, grafen
arastirmasi, nanomaterial galismasi, polimer sentezi alanlarinda ve diger birgok
alanda kullanilabilmelidir.

Sistem, organik sentez ve ekstraksiyon reaksiyon galigmalarina uygun olmalidir.

Sistem Uzerinde ¢esitli genis kapsamli deneyleri yapabilecek mikrodalga, ultraviyole

Isik kaynagi (365 nm), ve istenildiginde opsiyonel olarak sonradan takilabilecek

sekilde ultrasonik dalga sistemi yerini bulundurmalidir. Bu sayede de bu Uclu sistemi

kompakt bir sekilde tek bir cihaz tzerinde entegre sekilde olmalidir.

4. Sistem, acik kaplarla ve ylksek basing reaksiyon kaplariyla ¢calisabilecek yapida
tasarlanmig olmalidir.

5. Sistem; mikrodalga, ultrasonik dalga (opsiyonel) ve ultraviyole isinlama olmak Uzere
uc enerji kaynagini tek bir ortamda bir araya getirmelidir. Yazilim ile bu sistemleri ¢oklu
enerjilerle sinerji etki elde ederek bunlarin zamanlama ve guglerini kontrol
edilebilmelidir.

6. Sistem, UV lamba glicl en az 300 Watt glictinde ve baskin dalga boyu 365 nm olan
ultraviyole 1sik kaynagina sahip olmahdir.

7. Sistemin UV lamba gict en az 100W ve baskin dalga boyu 254 nm olan ultraviyole
IStk kaynagi opsiyonlu olarak sonradan ilave edilebilmelidir. Bu 1sik kaynag! istege
bagh olarak, Ucreti karsihginda ikinci bir kaynak olarak verilebilmektedir.

8. Sistem, secici fotokimyasal arastirma yapmaya uygun olmalidir.

9. Sistem ile birlikte 1’er adet 50, 100, 250, 500 ve 1000 mL olmak Uzere yuksek
borosilikat cam reaksiyon kaplari verilmelidir.

10. Sistemin 100, 200 ve 1000 mL hacim araliginda opsiyonel kuvars reaksiyon kaplari
bulunmalidir. Opsiyonel kuvars reaksiyon kaplari gerek duyuldugu taktirde sonradan
dcreti mukabilinde temin edilebilmelidir.

11. Sistemin 100 mL, 200 mL ve 500 mL hacminde olmak Uzere opsiyonel TFM yuksek
basingli ve patlamaya dayanikli kapali reaksiyon kaplari bulunmalidir. YUksek basingli
kaplar, 230°C ve 2 MPa altinda ¢alismalara imkan saglamalidir. Yuksek basingli
kaplar ile gergek zamanlh basing kontrol sistemi, asiri basing alarmi ve aktif basing
tahliyesi bulunmalidir. Kompozit fiber dig kap ve yuksek mukavemeti metal gergeve ile
guvenli calismayi saglamalidir. Opsiyonel TFM reaksiyon kaplari gerek duyuldugu
taktirde sonradan Ucreti mukabilinde temin edilebilmektedir.

12. Sistemde basingh mod ile galisma 6zelligi bulunmalidir. Sistem Gzerinde bulunan akilh
guvenlik basing kontrol sistemi, gercek zamanli asiri basing alarmini ve aktif basinci
kontrol edebilmelidir. Kompozit elyafli disg kap ve diger guvenlik koruma onlemleri en
yuksek seviyede koruma saglamalidir.

13. Sistem Uzerinde 7 in¢ buyuklagunde renkli LCD dokunmatik ekran bulunmalidir. Ekran
Uzerinden sisteme ait tim reaksiyon parametreleri ve reaksiyon sureci kontrol
edilebilmelidir. Ekran tzerinden goruntu alinabilmelidir. Reaksiyon sireci boyunca
kayit yapilabilmelidir. Sistem, ayrica harici bir bilgisayara baglanarak Windows igletim
sistemi Uzerinden kullanilabilmelidir.

14. Sistemin LCD ekraninda video 6zelligi bulunmalidir. Reaksiyon isleminin gergek
zamanh renkli géruntusu izlenebilmelidir.

15. Sistemin firin haznesi 316L paslanmaz ¢elikten imal edilmis olmalidir. Hazneye, ¢ok
katmanlh antikorosif PFA Teflon sprey i¢ten ve distan uygulanmig olmalidir.

16. Sistemin firin haznesi, sogutma islemi icin 3 m3/dakika hizla g¢alisan fana sahip
olmalidir. Bu fan, reaksiyon durumuna gore 3 kademeli hiz degisimini otomatik olarak

yapabilmelidir.
Sl

wn



17.Sistemden disariya sacilan mikrodalga enerjisi, uluslararasi standartlarda belirtilen
dizeyden daha dusik olmalidir.

18. Sistem, kizilétesi sicaklik sensori ve platin direng sicaklik sensdrinden olusan yuksek
hassasiyetli ¢ift kanalli sicaklik algilama sistemine sahip olmalidir. Kizilétesi sicaklik
Olgim araligi en az 0°C ile 900°C arasi ve en az £1°C hassasiyetinde olmalidir. Platin
direng sicaklik élgiim araligi en az 0°C ile 250°C arasi ve en az £1°C hassasiyetinde
olmaldir. Bu iki sicaklik kontrol mekanizmasi arasinda gegis yapilabilmelidir.

19. Sistem, opsiyonel TFT basingl reaksiyon kabinda, sahip oldugu patentli piezoelektrik
kristal basing sensoru sayesinde en az 0-5 MPa aralikta ve en az + 0.01 MPa
dogruluk ile reaksiyon suresince, reaksiyon basincini izleyebilmelidir.

20. Sistemin yazilimi hatali operasyonu 6nlemek igin basingli reaksiyon kabinin tipini
otomatik olarak secebilmelidir.

21. Sistemin mikrodalga kaynagi, en az 0 — 1000 Watt ve en az 2450 MHz glcunde ve
sicaklik programi ile birlikte atimsiz, surekli ve otomatik ayarlanabilen yapida olmaldir.
Mikrodalga kaynagi, normal 1sitma yonteminden daha Ustun olan ¢ok yonlu bir
reaksiyon platformu olarak gérev yapmalidir. Mikrodalga kaynaginda kullanilan PID
teknolojisi sayesinde, mikrodalga ¢ikis gucu hassas bir sekilde ayarlanabilmeli ve
reaksiyon parametreleriyle birlikte otomatik frekans dénustirme kontrolu
saglayabilmelidir.

22.Sistemde, cesitli reaksiyon gereksinimlerini kargilamak icin mekanik ve manyetik
karistirma dahil olacak sekilde en az iki farkli karigtirma yontemi bulunmalidir.

23. Sistemdeki dijital sabit hizli mekanik karistirmanin dénus hizi en az 30 devir/dakika
hizdan en az 1600 devir/dakika hiza ulasabilmelidir. Bu sayede, yuksek viskoziteli sivi
reaksiyonu i¢in uygun olmalidir. Dijital sabit hizh mekanik karistirma, gergcek zamanl
hiz dizenlemesi gergeklestirebilmelidir ve 300 Nm tork guc¢ saglamalidir. Dijital sabit
hizli mekanik karistirma, PEEK veya kuvars malzeme mekanik karistirma gubugu ile
saat yoninde veya saat yonunun tersine ¢alisabilmelidir.

24. Sistemdeki dahili manyetik karistirmanin dénus hizi 0 devir/dakika hizdan en az 800
devir/dakika hiza ulasabilmelidir. Hiz programi ayarlanabilir ve ger¢cek zamanli
gorunebilmelidir.

25. Sistem uzerinde USB 2.0 seri port baglanti yuvasi bulunmalidir.

26. Sistem, 0°C ile 40°C arasindaki sicaklk kosullarinda ve %15 ile %80 arasindaki bagil
nem kosullarinda c¢alisabilmelidir.

27.Firma Urandn kullanimi, bakimi ve olasi arizalarin gideriimesi konusunda kendi
egitilmis personeli ile idarenin belirleyecegdi sayida personele Ucretsiz egitim vermelidir.

28. Firma idarece belirtilen yerde Grinun montajini Ucretsiz yapacak ve tim malzeme ve
aksesuarlari ¢alisir durumda teslim etmelidir.

29.Firma Uranan fabrikasyon ve isgilik hatalarina karsi ilk 2 yil Ucretsiz garanti vermelidir.
Garanti suresi bitiminden itibaren 8 yil sure ile Ucreti mukabili yedek parga ve teknik
servis garantisi bulunmaldir.

30. Cihazin CE belgesi ve uretici firmanin ISO belgesi bulunmalidir.

31.YUklenici firma uretici firmadan veya Turkiye distributorinden yetki belgesi almig

olmaldir.
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